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Abstract (en)
[origin: DE4243570C1] The contact has a surface layer (7) with a support layer (6) contg. a palladium alloy with a thickness in the range between
0.05 and 0.5 microns. The support layer is galvanically deposited and the surface layer together with the support layer have a thickness in the
range between 0.1 and 1 microns, pref. less than 0.5 microns. The support layer comprises a palladium silver alloy in which the silver content is
in the range between 20 and 70 %wt. and the palladium content is in the range between 30 and 80 %wt.. Alternatively, the support layer can be a
palladium-nickel alloy or a palladium-tin alloy. USE/ADVANTAGE - Electrical contact body resistant to corrosion and wear. Uses less Gold by use of
Palladium and Silver for support layer.

Abstract (de)
Um einen elektrischen Kontaktkérper mit einer Schichtenfolge, die ein Grundmaterial (1), eine Kontaktschicht (3) und eine diinne, galvanisch
abgeschiedene, goldhaltige Oberflachenschicht (7) umfaBt, anzugeben, der im Vergleich zu den bekannten Kontaktkérpern bei mindestens
gleichwertiger Korrosions- und Verschlei3festigkeit, preisgiinstiger herstellbar ist, wird vorgeschlagen, die Oberflachenschicht mit einer eine
Palladium-Legierung enthaltenden Stitzschicht (6) mit einer Dicke im Bereich zwischen 0,05 um und 0,5 um zu unterlegen. <IMAGE>
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